Stack module for chips has chips on top and bottom of stacked substrates enclosed by connections between 
substrates 

Patent number: DE10029259 

2001-12-20 

LE XIE WAN (TW); CHENG CHUANG YUNG (TW); NING HUANG (TW); PIN CHEN HUI (TW); WEN CHIANG HUA (TW); MING CHANG CHUANG (TW); 
CHANG TU FENG (TW); YU HUANG FU (TW); JUI CHANG HSUAN (TW); CHIEH HU CHIA (TW) 

ORIENT SEMICONDUCTOR ELECT LTD (TW) 

H01L25M65; H01L2SH0; H01L25/065; H01L25/10; (IPC1-7): H01L25/065; H01L23/28 
H01L25/065S; H01L25/10J 
DE20001029259 20000614 
DE2000 1029259 20000614 



Report a data error here 

Abstract of DE1 0029259 

The stack module has at least one substrate (20a) on both sides of which at least one chip (21a,21b) is attached, and encapsulated to protect them from the 
environment. The underside of the substrate can be stacked on the upper side of a similar substrate (20b). The chips are encapsulated by connections (23a,23b) 
between the substrates. 
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@ Verbesserte Struktur eines Stapelmoduls fur Chips 

(57) Ein Stapelmodul fur Chips enthalt wenigstens ein Sub- 
strat (20a), auf dem auf beiden Seiten wenigstens ein 
Chip (21a, 21b) befestigt ist und zum Schutz vor der Um- 
gebung gekapselt ist, wodurch die Herstellungsdauer ver- 
ringert wird. Material fur das Substrat und die Anschlusse 
eingespart wird und die Hone des Stapelmoduls erheb- 
lich verringert wird. Ferner kann die Unterseite des Sub- 
strats (20a) auf einer Oberseite eines ahnlichen Substrats 
(20b) gestapelt werden, wobei auf beiden Seiten Chips 
(21a, 21b, 21c, 21d) befestigt und zum Schutz vor der Um- 
gebung gekapselt sind mittels Anschlussen (23a, 23b) 
zwischen den Substraten (20a, 20b), wodurch ein Stapel- 
modul aus mehreren Schichten gebildet wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verbesserung 
der Stnaktur eines Stapelmoduis fur Chips und insbesondere 
auf eine Struktur, die wenigstens ein Substrat enthalt, das 
mit einem Chip an seiner Oberseite und seiner Unterseite 
versehen ist und ermoglicht, zwei oder mehr Substrate zu 
stapeln, um ein Modul zu bilden. 

[0002] Wie in den Fig, 1 und 3 gezeigt, enthalt das her- 
kommliche Stapelmodul von vier Schichten 1A fur Chips 
vier Substrate 10a, 10b, 10c und 10d, auf deren Oberseiten 
jeweils Chips 11a, lib, 11c und lid montiert sind, die an- 
schJieBend gekapselt werden, um sie vor der Umgebung zu 
schutzen. AnschlieBend werden die Anschliisse 13a, 13b 
und 13c jeweils zwischen den Substraten 10a und 10b, 10b 
und 10c, 10c und lOd angeordnet, wobei die Anschliisse 13d 
an der Unterseite des Substrats lOd befestigt werden, um 
eine Packung von vier Chips zu bilden. 
[0003] In ahnlicher Weise kann der Chip lie an der Unter- 
seite des Substrats angebracht sein (siehe Fig, 2), um ein 
Stapelmodul zu bilden. 

[0004] Das herkommliche Stapelmodul verwendet jedoch 
nur eine einzelne Seite des Substrats, um einen Chip zu 
montieren, so daB dann, wenn mehrere Substrate aufeinan- 
der gestapelt werden, das Stapelmodul ein groBes Volumen 
erreicht, wodurch es fiir die Verwendung in einer Vorrich- 
tung mit geringer Hohe, wie z. B. einem Notebook-Compu- 
ter, einem Mobiltelephon, einem personlichen digitalen No- 
tizbuch (PDA) oder einer Digitalkamera, ungeeignet wird. 
[0005] Femer mtissen die Chips zuerst am Substrat ange- 
bracht werden und durch Kapselung vor der Umgebung ge- 
schiitzt werden, woraufhin die Anschlusse auf dem Substrat 
montiert werden, bevor das Substrat auf einem ahnlichen 
Substrat gestapelt wird, was bei der Herstellung sehr unbe- 
quem ist und die Produktionsrate senkt. 
[0006] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die Nach- 
teile des obenerwahnten Standes der Technik zu beseitigen 
und eine verbesserte Struktur eines Stapelmoduis fur Chips 
zu schaffen. 

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB geiost durch 
ein Stapelmodul fur Chips, das die Anspruch 1 angegebenen 
Merkmale besitzt. Der abhangige Anspruch ist auf eine be- 
vorzugte Ausfuhrungsform gerichtet. 
[0008] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung wer- 
den deutiich beim Lesen der folgenden Beschreibung bevor- 
zugter Ausfuhrungsformen, die auf die beigefiigten Zeich- 
nungen Bezug nimmt; es zeigen: 

[0009] Fig. 1 die bereits erwahnte Schnittansicht eines 
Stapelmoduis fiir Chips des Standes der Technik; 
[0010] Fig. 2 die bereits erwahnte Schnittansicht eines 
weiteren Stapelmoduis fiir Chips des Standes der Technik; 
[0011] Fig. 3 die bereits erwahnte Schnittansicht eines 
Stapelmoduis des Standes der Technik mit zwei Schichten; 
[0012] Fig. 4 eine Schnittansicht eines Stapelmoduis mit 
zwei Schichten gemaB der Erfindung; und 
[0013] Fig. 5 eine Schnittansicht eines Stapelmoduis mit 
einer einzelnen Schicht gemaB der Erfindung. 
[0014] Wie in den Zeichnungen und insbesondere in Fig. 
4 gezeigt, umfaBt das Stapelmodul 2A gemaB der Erfindung 
mehrere Substrate (in dieser bevorzugten Ausfuhrungsform 
zwei) 20a und 20b. Ein Chip 21a ist an der Oberseite des 
Substrats 20a befestigt, wahrend ein weiterer Chip 21b an 
der Unterseite des Substrats 20b befestigt ist. In ahnlicher 
Weise sind die Chips 21c und 21d an der Oberseite und der 
Unterseite des Substrats 20b befestigt. AnschlieBend wer- 
den die Chips 21a und 21b, 21c und 21d gekapselt, um diese 
vor der Umgebung zu schutzen. AnschlieBend werden die 
Anschlusse 23a zwischen der Unterseite des Substrats 20a 



und der Oberseite des Substrats 20b eingesetzt, wahrend die 
Anschlusse 23b an der Unterseite des Substrats 20b ange- 
bracht werden, wodurch ein Stapelmodul fur Chips gebildet 
wird. 

5 [0015] Es ist jedoch zu beachten, daB die Chips an der 
Oberseite des Substrats befestigt und gleichzeitig gekapselt 
werden konnen, wenn die Chips an der Unterseite des Sub- 
strats befestigt und vor der Umgebung geschiitzt gekapselt 
werden, wodurch die fur den ProduktionsprozeB erforderli- 

10 che Zeitspanne reduziert werden kann. 

[0016] Wie in Fig. 5 gezeigt, umfaBt das Stapelmodul 2B 
gemaB der Erfindung ein einzelnes Substrat 20a, auf dessen 
Oberseite und Unterseite die Chips 21a bzw. 21b befestigt 
sind, so daB ein Stapelmodul 2B mit einer einzelnen Sub- 

15 stratschicht gemaB der Erfindung verwendet werden kann, 
um das herkommliche Stapelmodul 1 C mit zwei Schichten 
von Substraten zu ersetzen, wodurch die Hohe des Stapel- 
moduis erheblich verringert wird und Material fur das Sub- 
strat und die Anschlusse eingespart wird und die Produkti- 

20 onsrate erhoht wird. 

Patentanspriiche 

1. Stapelmodul fiir Chips, gekennzeichnet durch we- 

25 nigstens ein Substrat (20a), auf dem auf beiden Seiten 
wenigstens jeweils ein Chip (21a, 21b) befestigt ist und 
zum Schutz vor der Umgebung gekapselt ist. 

2. Stapelmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Unterseite des Substrats (20a) auf ei- 

30 ner Oberseite eines ahnlichen Substrats (20b) gestapelt 
werden kann, wobei auf beiden Seiten Chips (21a, 21b, 
21c, 21d) befestigt und zum Schutz vor der Umgebung 
gekapselt sind mittels Anschlussen (23a, 23b) zwi- 
schen dem Substrat (20a) und dem ahnlichen Substrat 

35 (20b). 
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Stand der Technik 

FIG. 2 
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FIG. 3 



101 510/408 



IntCI. 7 : H OIL 25/065 

Offenlegungstag: 20. Dezember 2001 




FIG. 4 



101 510/408 



Int CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



H01L 29065 

20. Dezember 2001 




FIG. 5 



101 510/408 



